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１．概要（Summary） 
 Si 基板から作製される MEMS デバイスと金属材料との

接合において、Si の酸化により適切な接合抵抗値が得ら

れない場合がある。安定した接合抵抗値を確保する目的

として、本研究支援機関の支援装置群を利用して評価用

サンプルを作製した。サンプルは、接合抵抗に影響する

自然酸化を防止する金属膜を成膜しており、成膜した面

と金属材料を導電ペーストで接合することで、MEMS デ

バイスと金属材料の安定した接合抵抗値が得られた。 

 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

・スピンコータ（ミカサ社製, 1H-DX2） 
・片面マスクアライナ（ミカサ社製, MA-10 型） 

・イオンシャワー（エリオニクス社製, EIS-200ER） 

・真空蒸着装置（ULVAC 社製, VPC-1100） 
・走査型電子顕微鏡（EDS 付き） 

（JEOL 社製, JSM-6060-EDS） 
 

・実験方法 

評価用サンプルは、Si 基板を使用し、スピンコータ、片

面マスクアライナを用いたフォトレジストのパターニング、イ

オンシャワーを用いたドライエッチング等によってデバイス

構造を作製した。作製したサンプルの自然酸化膜を除去

した後、真空蒸着装置で Al 膜を付けた。実装面以外に

付着した Al 膜はサンプルの特性に影響を与えてしまうた

めウェットエッチングで除去した。作製したサンプルは、Al
膜が Si 表面と同色であり目視では Si 表面にAlが付着し

ているか判別しにくいため走査型電子顕微鏡（EDS 付

き）を用いて元素分析を行い実装面の Al の付着を確認し

た。Al の付着の確認が取れたサンプルを金属材料に導

電ペーストで実装し、接合抵抗の確認を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Al 膜を蒸着した後に実装面以外の Al 膜を除去するす

る最適な条件出しを行ったサンプルの実装面の SEM 写

真を Fig. 1 (i)に、Al 元素マッピングの結果を Fig. 1 (ii)
に示す。Fig. 1 (ii)から、余分な Al 膜を除去した後にも実

装面全体にAl膜が付着していることが分かる。このサンプ

ルを金属材料に導電ペーストで実装することで目的とした

接合抵抗値を得ることができるようになった。 

 
 Fig. 1 (i) SEM image of mounting surface after Al 
deposition (ii) X-ray elemental mapping of Al 
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